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(57) Abstract: The invention relates to the assembly of an electrical component (3) on a substrate (2). At least one electrical insula- 
tion film (5) is provided to electrically insulate the component and at least one section (52) of the insulation film is connected to the 
component and the substrate, in such a way that the surface contours (51) of said section of the insulation film are moulded to the 
surface contours (11) formed by the component and the substrate. The assembly is characterised in that the insulation film (5) has a 
dielectric strength in relation to an electric field strength of more than 10 kV/mm and preferably more than 50 kV/mm. To produce 
the assembly, the insulation film is laminated onto the substrate, preferably by means of a vacuum. This ensures that the insulation 
film and the component are in extremely close contact. The component is in particular a power semiconductor component. The insu- 
lation film ensures that no electrical arcing takes place, despite the high electrical voltages used during the operation of components 
of this type, even on exposed parts of the component, i.e. corners or edges, in which field overshoots can occur. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines elektrischen Bauelements (3) auf einem Substrat (2), wobei 
mindestens eine elektrische Isolationsfolie (5) zur elektrischen Isolierung des Bauelements vorhanden ist und zumindest ein Teil (52) 
der Isolationsfolie mit dem Bauelement und dem Substrat derart verbunden ist, dass eine durch das Bauelement und das Substrat 
gegebene Oberflachenkontur (1 1) in einer Oberflachenkontur (51) des Teils der Isolationsfolie abgebildet ist. 
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Die Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Isolationsfolie (5) eine Spannungsfestigkeit gegeniiber einer elektrischen Feld- 
starke von mehr als 10 kV/mm und vorzugsweise von mehr als 50 kV/mm aufweist. Zum Herstellen der Anordnung wird die 
Isolationsfolie auflaminiert. Dies geschieht vorzugsweise unter Vakuum. Dadurch wird ein besonders inniger Kontakt zwischen der 
Isolationsfolie und dem Bauelement erzielt. Das Bauelement ist insbesondere ein Leistungshalbleiterbauelement Durch die Isola- 
tionsfolie ist gewahrleistet, dass es trotz der im Betrieb derartiger Bauelemente verwendeten ho hen elektrischen Spannungen auch 
an exponierten Stellen des Bauelements, also an Ecken oder Kanten, an denen es zu Felduberhohungen kommen kann, zu keinen 
elektrischen t)berschlagen kommt. 



